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Tragbare Karte zur Informationsverarbeitung Die Erfindung betrifft eine tragbare Karte zur 
Informationsverarbeitung mit einem in der Karte angeordneten Halbleiterchip und mit ausseren 
Anschlussbereichen, die mit den Kontaktierungsflacfien des Halbleiterchips durch ein Leiternetz 
verbunden sind. 

Entsprechendetragbare Karten, die beispielsweise die Form ubliciier Kreditkarten Oder 
Scheckkarten aufweisen und in deren Halbleiterchip beispielsweise ausser den unveranderlichen 
persdnlichen Daten des Karten inhabers auch derKontostand des Karteninhabers, der sich je 
nach Buchung bzw. Benutzung der Kreditkarte Sndert, gespeichert ist, sind z. B. aus der DE-OS 
2220 721 und der DE-OS 2633 164 bekannt. 

Aus derDE-OS 26 59 573 ist eine tragbare Karte mit einer Anordnung zur Verarbeitung von 
elektrischen Signalen, die im Inneren der Karte angeordnet ist, und mit ausseren 
Kontaktklemmen, die mit der Anordnung (lurch ein Leiternetz verbunden sind, bekannt, bei der 
die Anordnung und das Leiternetz auf ein und demselben Substrat ruhen, dessen Dicke und 
dessen Flacheninhalt relativ kleiner sind als der Fiacheninhalt der Karte und bei der die 
Anordnung in einem Hohlraum der Karte untergebracht ist und die Kontaktklemmen durch 
Kontaktbereiche der Leiter des Netzes uber Aussparungen in der Karte gebildet sind. 

Bei dieser Bauart ist das Justieren der Kontaktbereiche der Leiter des Netzes und der 
Aussparungen der Karte zueinander kompliziert und technisch aufwendig. Die aus Substrat, 
Anordnung und Leiternetz bestehende Einheit weist unterschiedliche Dicken auf, so dass diese 
Einheit bei Prufvorgangen und beim Einbau in die tragbare Karte schlecht handhabbar ist. 
Insbesondere besteht die Gefahr, dass das die Anordnung und die ausseren Kontaktklemmen 
verbindende Leiternetz beim Einbau in die tragbare Karte wegen derunfiexiblen Verbindung 
zwischen Kontaktklemmen und Anordnung zerstOrt wird bzw. teilweise abreisst. 

Aufgabe der Erfindung ist es, hier Abhilfe zu schaffen, und eine tragbare Karte zur 

Informationsverarbeitung vorzusehen, die eine geringe Bauhdhe aufweist, fertigungstechnisch 
einfach herstellbar und handhabbar ist und bei der der Halbleiterchip ohne Komplikationen in die 
Karte eingebaut werden kann. 

Diese Aufgabe wird bei einer Karte der eingangs genannten Art erfindungsgemass dadurch 
gelost, dass der Halbleiterchip in Form eines Mikropacks, bestehend aus einem 
Kunststoffzwischentrager, der mit einem eine grossere Flache als der Halbleiterchip 
aufweisenden Fenster versehen ist und der einseitig mit einem metallischen Leiternetz versehen 
Ist, dessen zum Kontaktleren der Kontaktierungsflachen bestimmteAnschlussfinger in das 
Fenster hineinragen, wobei die Kontaktierungsflachen des Halbleiterchips zur elektrischen 
Kontaktierung und zur mechanischen Halterung des Chips mit dem in das Fenster 
hineinragenden Enden der Anschlussfinger kontaktiert sind, in der aus einem Kartenkorper und 
mindestens einer Deckfolie bestehenden Karte angeordnet ist und dass das Mikropack als in eine 
fensterartige Aussparung des Kartenkorpers einpassbare Einheit, deren Dicke in etwa der Dicke 
des Kartenkorpers entspricht und auf deren einer OberflSche die ausseren Anschlussbereiche 
angeordnet sind, hergestellt ist. 

Durch Verwendung eines nach Art eines Mikropacks in der Karte angeordneten Halbleiterchips 
wird eine geringe Bauhdhe der Karte und eine Flexibilitat des den Halbleiterchip kontaktierenden 
Leiternetzes ermdglicht. Das Anordnen von Mikropack und ausseren Anschlussbereichen als 
separate in eine fensterartige Aussparung des Kartenkorperseinpassbare Einheit ermoglicht die 
getrennte Herstellung von Karte und Halbleiterchip beinhaltender Einheit. Der empfindliche Teil 
der Karte kann klein gehalten werden und die Karte kann ausserhalb des Bereichs der den 
Halbleiterchip beinhaltenden Einheit beliebig flexibel gestaltet werden. Sowohl die Einheit als 
auch die fertige Karte sindveilautomatisch prufbar, die einheitliche Dicke der Einheit verhindert 
eine ZerstSrung des Leiternetzes und ermOglicht einen komplikationsfreien Einbau. 

Stabilitat der tragbaren Karte und Schutz der einpassbaren Einheit vor ausseren und 



mechanischen Einflussen wird in einfacher Weise dadurch erreicht, dass auf der Unterseite der 
aus Kartenkorper und einpassbarer Einheit gebildeten Anordnung eine erste Deckfolie 
angeordnet ist und dass auf der Oberseite der aus Kartenkorper und einpassbarer Einheit 
gebildeten Anordnung eine zweite, die Anschlussbereiche aussparende Deckfolie angeordnet ist. 

Zur weiteren Erhohung der Stabilitat ist es von Vorteil, die HohlrSume zwischer erster und zweiter 
Deckfolie mit Kunststoff auszufullen. 

Es liegt im Rahman der Erfindung, dass der Kunststoffzwischentrager auf einer, in die 
fensterartige Aussparung einpassbaren, das Unterteil der einpassbaren Einheit bildenden 
Bodenanordnung angeordnet ist und dass uber dem Kunststoffzwischentrager eine die ausseren 
Anschlussbereiche aussparende in die fensterartige Aussparung einpassbare und das Oberteil 
der einpassbaren Einheit bildende Deckelfolie angeordnet ist In Weiterbildung der Erfindung ist 
vorgesehen, als Bodenanordnung eine Bodenfolie vorzusehen Oder als Bodenanordnung ein mit 
einem eine grossere Flache als der Halbleiterchip aufweisenden Hohlraum versehenes 
Formstuck vorzusehen. 

Ebene Oberflachen der den Halbleiterchip enthaltenden tragbaren Karte warden 
vorteilhafterweise dadurch erreicht, dass die mit dem Leiternetz verbundenen, auf dem 
Kunststoffzwischentrager befindlichen ausseren Anschlussbereiche in ihrer Dicke verstarkt sind 
und dass die 3usseren Anschlussbereiche so verstarkt sind, dass die aus den verstarkten 
ausseren Anschlussbereichen und der zweiten Deckfolie bestehende Oberflache der Karte plan 
ist. 

Zur Verhinderung statischer Aufladungen liegt es im Rahmen der Erfindung, dass die 
Bodenanordnung aus einem elektrisch leitenden Material hergestellt ist, dass die Deckelfolie aus 
einem elektrisch leitenden Material hergestellt ist, dass die metallisierte Ruckseite des 
Halbleiterchips an der aus elektrisch leitendem Material hergestellten Folie Oder Anordnung 
elektrisch ieitend ist und/oder dass mindestens eine Deckfolie aus elektrisch leitendem Material 
hergestellt ist. 

Vorteil haftenveise sind die aus elektrisch leitendem Material hergestellten Folien oder 
Anordnungen mit dem den Massekontakt bildenden ausseren Anschlussbereich elektrisch Ieitend 
verbunden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Figuren nSher erlSutert. Es zeigen: Fig. 1 ein 
Ausfuhrungsbeispiel fur einen Kartenkorper mit eingepasster einpassbarer Einheit in Draufsicht. 
Fig.2 eine erfindungsgemasse tragbare Karte, bei der uber der in Fig. 1 dargestellten, aus 
Kartenkorper und einpassbarer Einheit gebildeten Anordnung eine zweite, die Anschlussbereiche 
aussparende Deckfolie angeordnet ist, in Draufsicht, Fig. 3 einen Langsschnitt durch ein 
Ausfuhrungsbeispiel einer erfindungsgemassen einpassbaren Einheit langs der Liniel 11-111 der 
Fig. 1 , Fig. 4 ausschnittsweise einen Langsschnitt durch die als 

Ausfuhrungsbeispiel in der Fig. 2 gezeigten Karte langs der Linie IV-IV der Fig. 2 und Figuren 5 
bis 8 ausschnittsweise Langsschnitte durch weitere Ausfuhrungsbeispiele der in der 
Fig, 2 gezeigten Karte ISngs der Linie IV-IV der Fig, 2, 

In den Figuren sind gleiche Elemente mit gleichenSezugs- zeichen bezeichnet. 

Das Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 zeigt einen im wesentlichen rechteckigen tragbaren 
Kartenkorper 2, der z. B, entsprechend der geltenden europaischen Scheckkartennorm eine 
Breite von 53,98 + 0,05 mm und eine Lange von 85,6 + 0,12 mm aufweist. Die Dicke des z,B. - 
aus Thermoplastfolie hergestellten Kartenkorpers 2 betragt beispielsweise 0,5 mm, Der ' 
Kartenkdrper 2 weist vorteilhaften^^eise eine fensterartige Aussparung 21 auf, in die die Einheitl. 
in der sich ein Halbleiterchip in Form eines Mikropacks befindet, einpassbar ist. Auf einerObPr- 
flache der Einheit 1 sind mit den Kontaktierungsflachen des Halbleiterchips verbundene 
Anschlussbereiche 3 angeordnet. 



Auf der Unterseite der aus Kartenkorper 2 und einpassbarer Einheit 1 gebildeten Anordnung ist 
eine erste Deckfolie angeordnet, wahrend auf der Oberseite der aus Kartenkorper 2 und 
anpassbarer Einheit 1 bestehenden Anordnung eine zweite, die Anschlussbereiche 3 
aussparende Deckfolie 25 angeordnet ist. Eine entsprechend ausgefuhrte Karte 4 ist in 
Draufsicht in der Fig. 2 gezeigt. 

Die Anschlussbereiche 3 kSnnen bei Durchlauf der Karte 4 durch ein nicht dargesteiites 
LesegerMt abgetastet werden. 

Der in der Einheit 1 enthaltene Halbleiterchip kann beispielsweise Funktionen wie Serien- 
/Parallelwandler.Paral lel/Serienwandler, Schutzcodespeicher, Vergleichsschaltung, 
Datenspeicher fur Identitatscode, Datenspeicher fur Bankdaten und eine Verschlusselungslogik 
fur das Ausgangssignal aufweisen. Wie in den Figureni und 2 gezeigt, konnen beispielsweise 
sechs aussere Anschlussbereiche 3 fur je einen seriellen Informationsausgang, 
seriellenlnformationseingang, Takteingang, Eingang fur eine Programnnierspannung, 
Bezugspotential (Masse) und Versorgungsspannung vorgesehen sein. 

Der innere Aufbau der Einheit 1 ist in der Fig. 3, die einen Querschnitt durch das 
Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 1 langs der Liniel 11-111 zeigt, ausgefuhrt. Um insbesondere eine 
geringe Bauhdhe der Karte 4 zu erreichen, wird der Halbleiterchip 5 in Form eines Mikropacks 
kontaktiert und in der Einheit 1 angeordnet. Der Aufbau eines Mikropacks ist in der DE-PS 20 23 
680. der DE-PS 24 14 297 Oder in der ZeitschriftSiemens-Bauteilereport 16 (1978), Heft 2, Seiten 
40 bis 44 naher eriautert. Als Ausgangsmaterial dient vorzugsweise ein 35 nnnri breites 
hochtemperaturfestes Polyimidband 7, das gestanzt und z.8. 

entsprechend den Massen eines Super-8-Filmes nach DIN 15851 perforiert wird. Hersteller und 
Anwender kdnnen daher fur die ben5tigten Fertigungsanlagen auf die Antriebs- und 
FOrdertechnik der Filmindustrie zuruckgreifen. 

Vor der Montage der integrierten Schaltungen wird auf das Polyimidband 7 eine Kupferfolie 
aufgeklebt, partiell galvanisch verzinnt und so geatzt, dass Leiterbahnen 6 und Anschlusspunkte 
18 fur die Chips entstehen. 

Nach dem Schneiden des breiten Filmstreifens in vier schmale Super-8-Bander oder z. B. zwei 
16-mm-Bander werden die hermetisch versiegelten und mit lotfahigen AnschlOssen 17 
versehenen Halbleiterchips 5 in den Film 7 eingelotet und zusatzlich mit einem Lacktropfen als 
Beruhrungsschutz abgedeckt. Da die feinen Kupferanschlusse 6 frei in das Fenster 8 im 
Polyimidband 7 hereinragen, sind die integrierten Schaltungen flexibel gehaltert und so gegen 
mechanische und thermische Verspannung geschGtzt. 

Anschliessend kann das so hergestellte Mikropack Stuck fur Stuck vomPolyimidband 7 
geschnitten werden. Bei einer Dicke des Chips 5 von o,25t 0,3 mm lasst sich mittels eines 
Mikropacks ohne Schwierigkeiten eine Gesamtbauhdhe fur die Karte 4 von 0,76 + 0,08 mm 
(europSische Scheckkartennorm) und eine gute Flexibilitat der Einheit 1 erreichen. 

Die Dicke von Polyimidband 7 und Leiternetz 6 betragt typischerweise knapp 0,2mm, wobei auf 
das 125/um dicke Polyimidband 7 eine25 -im dicke Kleberschicht, dann eine35 --im dicke 
Kupferfolie, die an ihrer Oberseite mit einer6yum dicken Zinnschicht bedeckt ist, angebracht wird. 

Um diese Dicke von etwa200 -im auf die gewunschte Dicke des Kartenkorpers 2 von500 -im zu 
vergrossern, ist es von Vorteil, die Einheit 1 zu verdicken und damit gleichzeitig zu versteifen, 
wodurch ein eventueller Bruch des Chips 5 verhindert wird. Diese Verdickung kann in einfacher 
Weise dadurch geschehen, dass der Kunststoffzwischentrager 7 auf einer Tragerfolie 9 
angeordnet wird, die vorteilhafterweise solche Aussenabmessungen aufweist, dass sie in die 
fensterartige Aussparung 21 des Kartenkdrpers 2 einpassbar ist, d. h. in Geometrie und 



Abmessungen der Aussparung 21 entspricht. Die Tragerfolie 9 kann beispielsweise durch 
Laminieren (Kleben unter Druck und Warme) mit dem Kunststoffzwischentrager 7 verbunden 
werden. Ihre Dicke kann z. B. inklusive einer notwendigen Klebeschicht etwa SOOFm betragen. 

Die Tragerfolie 9 wird vorteilhafterweise an der Seite des Kunststoffzwischentragers 7, die nicht 
mit demmetallischen Leiternetz 6 versehen ist, angebracht. Als Material fur die Tragerfolie 9 
kdnnen Kunststoffe wie Epoxidharz, insbesondere glasfaserverstSrktes Epoxidharz, Hartpapier 
Oder Kapton und Metalle, wie insbesondere Messing, aber auch Kupfer, Nickel-Eisen Oder 
Bronze zur Anwendung kommen. 

Die Verwendung eines entsprechend dickeren Polyimidbandes 7 bei der Herstellung des 
Mikropacks hStte dagegen eine sclileclitere Festigkeit zur Folge. 

Urn, falls gegebenenfalls auch auf der Seite des KunststoffzwischentrSgersi, auf der das 
Leiternetz 6 angeordnet ist, eine weitere Folie auflaminiert werden soil, die Oberflache der Einheit 
1 mit den ausseren Anschlussbereichen 3 des Leiternetzes 6 abzuschliessen oder allgemein eine 
ebene OberflSiche der Einheit 1 oder der Karte 4 zu schaffen, ist in Weiterentwicklung der 
Erfindung vorgesehen, die zunachst eine dem ubrigen Leiternetz 6 entsprechendeDicke- 
aufweisenden ausseren Anschlussbereiche 3 in ihrer Dicke zu verstarken. Dies kann in einfacher 
Weise durch Aufbringen eines metallischen Grundmaterials 10 auf dem als ausseren 
Anschlussbereich vorgesehenen Teil des Leiternetzes 6 erreicht werden. 

Das Aufbringen des metallischen Grundmaterials 10 kann durch Loten, Schweissen oder Kleben 
erfolgen. Als metallisches Grundmaterial wird vorteilhafterweise ein unedles Metall, 
beispielsweise Messing, Federbronze, Nickel-Eisen oder Kupfer verwendet. Besonders einfach 
ist das metallische Grundmaterial 10 mittels der bekannten-'Reflow-Soldering"- Methode auf das 
Leiternetz 6 aufzuloten, da sich dann eine Selbstjustierung ergibt. 

Die zum Leiternetz 6 hingewandten Oberflachen der metallischen Verdickung 10 werden durch 
Plattieren oder galvanische Behandlung mit einer leitfahigen und ggf. lotfahigen Oberflache 22 
aus Zinn, Silber oder Gold versehen. Wird das Leiternetz 6 mit der metallischen Verdickung 10 
verklebt, so kann ein elektrisch leitfahiger Kleber entweder direkt an der. Unterseite der 
metallischen Verdickung 10 angeordnet werden, oder auf einer in einer der oben beschriebenen 
Weisen angebrachten metallischen, denubergangs- widerstand zwischenMetallverdickung 10 und 
Leiternetz 6 gering haltenden Oberflachenschicht 22 angebracht werden. 

Auf die, die ausseren Kontaktbereiche 3 bildenden Oberflache der metallischen Verdickungen 10 
kann zur Erhohung der Verschleissfestigkeit und urn eine Kontaktflache mit niedrigem 
Ubergangswiderstand zu erreichen, mittels Plattierung oder mittels eines galvanischen 
Verfahrens eine weitere metallische Oberfiachenschicht23 aus Gold, Chrom, Nickel Oder Silber 
angebracht werden. 

Die Dicke des metallischen Grundmaterials 10 bzw. des Grundmaterials 10 und der Schichten 22 
und 23 wird so gewahlt. dass die Dicke der Einheit 1 der Dicke der Karte 4 entspricht; es ist aber 
auch moglich, die Anschlussflachen 3 so zu verdicken, dass sie aus der Oberflache der Karte 4 
herausschauen. 

Auf diese Weise gelingtes, ohne auf eine bestimmte Technologie angewiesenzu-sein, metallische 
Verdickungen 10 aufzubringen, fur die kostengunstige Materialien verwendbar sind. Da von 
unterschiedlichen Materialien und unterschiedlichen Oberflachen ausgegangen werden kann, 
konnen zahlreiche Verfahren verwendet werden, so dass die Wahl der entsprechenden 
Technologie flexibel gestaltet werden kann, 

Der innere Aufbau der Karte 4 ist in der Fig. 4, die einen ausschnittsweisen Querschnitt durch die 
Karte der Fig. 2 langs der LinielVrlV zeigt. ausgefuhrt. Die in der Fig. 3 gezeigte einpassbare 
Einheit 1 , die im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel so ausgefuhrt ist, dass die Dicke von 



Kunststoffzwischentrager 7 und Tragerfolie 9 der Dicke des Karten. 

tragers 2 entspricht, wird in die fensterartige Aussparung21 desKartentragers 2 gepresst. Auf der 
Unterseite der aus Kartenkdrper 2 und einpassbarer Einheit 1 gebildeten Anordnung wird eine 
erste Deckfolie 26 angeordnet, die in ihren ausseren Abmessungen den Abmessungen des 
Kartenkorpers 2 entspricht. Auf der Oberseite der aus Kartenkorper 2 undeinpassbarer Einheit 1 
gebildeten Anordnung wird eine zweite, die Anschlussbereiche 3 aussparende Deckfolie 25 
angeordnet, deren aussere Abmessungen ebenfalls denen des Kartenkorpers 2 entsprechen. 

Auf diese Weise gelingtes, eine insbesondere Normmassen entsprechende tragbare Karte 
herzustellen, die eine ebene OberflSche aufweist. Kartentrdger 2 und die Deckfolien 25 und 26 
konnen aus glasfaserverstarktem Epoxid Oder aus Thermoplastkunststoff bestehen und mittels 
Laminieren verbunden werden. Hierbei ist es beim Aufbringen der zweiten Deckfolie 25 von 
Vorteil, die Aussparungen der Deckfolie 25, die die Anschlussbereiche 3 aufnehmen sollen, 
geringfugig kleiner als es der FISche der Anschlussbereiche 3 entspricht, auszufuhren und die 
zweite Deckfolie 25 von oben auf die Anschlussbereiche 3 bzw. den Tragerkorper 2 zu pressen, 
da so die Einheit 1 abgedichtet und vorVer- unreinigungen geschiitzt ist. 

Die zwischen erster Deckfolie 26 und zweiter Deckfolie 25 bzw. zwischen den verstarkten 
Anschlussbereichen 3 und der Tragerfolie 9 auftretenden Hohiraume konnen durch Vergiessen 
Oder durch Verspritzen mit - in der Fig. 4 gepunktet gezeichnetem - Kunststoff 1 1 ausgefullt 
werden, so dass die von der Kunststoffoberflache bis zur Kunststoffunterseite gemessene Dicke 
der Dicke des Kartenkorpers 2 in etwa entspricht. Als Kunststoffmaterial kommen 
Siliconkautschuk, Epoxidharze Oder Thermoplaste in Frage. Das Vergiessen Oder Verpressen 
kann vor dem Einbau der Einheit in den KartentrSger 2 in einer Form vorgenommen werden. 

Es ist aber auch mdglich, die Guss- Oder Pressmasse durch eine der Deckfolien 25 oder 26 in 
den um den Halbleiterchip 5 herum befindlichen Hohlraum einzubringen. Wegen der Flexibilitat 
des verwendeten IVIikropacks ist es aber auch moglich, in einer Ausfuhrungsform mit offener 
Bauweise den den Halbleiterchip 5 umgebenden Hohlraum unausgefullt zu lassen. 

Ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fur die einpassbare Einheit 1 in der der Fig. 3 entsprechenden 
Darstellung zeigt die Fig. 5. Die Anordnung von Anschlussbereichen 3, Leiternetz6, 
Kunststoffzwischentrager 7, Tragerfolie 9 und Halbleiterchip 5 entspricht der in der Fig. 3 
gezeigten Anordnung. Zusatzlich ist diese Anordnung dadurch versteift, dass an ihrer Unterseite 
eineals Bodenfolie 28 ausgefuhrte Bodenanordnung z. B. mittels Laminieren angeordnet ist. Die 
Bodenfolie 28 ist so dimensioniert, dass sie in die fensterartige Aussparung 21 einpassbar ist. 

Die Oberseite der einpassbaren Einheit 1 ist zum Abdichten des um den Halbleiterchip 5 
befindlichen Hohlraums und zur Herstellung einer bis auf die erhohten Anschlussbereiche 3 
ebenen Oberflache der Einheit 1 mit einer Deckelfolie 27 versehen, deren Dicke z. B. in etwa der 
Dicke des Leiternetzes 6 entspricht und die beispielsweise dort Aussparungen aufweist, wo auf 
der Oberflache des Kunststoffzwischentrdgers 7 das Leiternetz 6 angeordnet ist. 

Der um den Halbleiterchip 5 befindliche Hohlraum kann entwederfrei bleiben oderentsprectiend 
den Ausfuhrungen zur Fig. 4 vergossen oder verpresst werden. 

Die einpassbare Einheiti- nach Fig. 5 wird entsprechend den zur Fig. 4 gemachten 
Ausfuhrungen in die Aussparung 21 des Kartentragers 2 eingepasst und an ihrer Unterseite mit 
einer ersten Deckfolie 26 und an ihrer Oberseite mit einer zweiten Deckfolie 25 versehen und 
bildet dann die erfindungsgemasse. eine ebene Oberflache aufweisende tragbare Karte 4. 

Ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fur die einpassbare Einheit 1 zeigt die Fig. 6. Sie entspricht im 
wesentlichen dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 5, jedoch sind hier die ausseren 
Anschlussbereiche 3 im Vergleich zu den in der Fig. 5 gezeigten verdickt, z. B. stattO > 1 mmO > 
2 mm dick. 



Als Deckelfolie 27 und Tragerfolie 9 konnen dannbei spiels- weise gleichstarke Laminate 
verwendet werden. Die einpassbare Einheit 1 ist auf ihrer Unterseite ebenfalls mit einer 
Bodenfolie 28 abgeschlossen. 

In den in den Figuren 7 und 8 gezeigtenAusfuhrungsbei spielen fur die einpassbare Einheit 1 ist 
anstelle einer Bodenfolie 28 ein mit einem eine grdssere Flache als der Halbleiterchip 5 
aufweisenden Hohlraum 30 versehenes FormstQck 29 vorgesehen. Das Formstuck 29 kann so 
geformt sein, dass es einen weiteren stufenartigen Hohlraum zur Aufnahme des 
Kunststoffzwischentragers 7 aufweist. Das Formstuck 29 kann als vorgefertigtes Teil als 
Kunststoffspritzteil Oder Kunststoffgiessteil gefertigt sein, es kann aber auch als gepragte 
Thermoplastfolie hergestellt werden. Entsprechend den Figuren 5 und 6 wird die Oberseite der 
Einheit 1 mit einer diinnen (Fig. 7) Deckelfolie 27 oder bei verstarkter Ausfuhrung der 
Anschlussbereiche 3 (vgL Fig. 6) mit einer etwas dickeren Deckelfolie 27 (Fig. 8) versehen. Der 
Chip 5 ist in der Fig. 7 so in die Einheit 1 eingebaut, dass sich seine lotfahigen Anschlusse 17 auf 
seiner Unterseite befinden. 

Es ist aber - dies gilt auch fur die Ausfuhrungsbeispiele der Figuren 3 bis 6 - auch moglich, den 
Halbleiterchip 5 in der Weise in die Einheit 1 einzubauen, dass die lotfahigen Anschlusse 17 wie 
im AusfCihrungsbeispiel der Fig. 8 nach oben zeigen. 

Der um den Halbleiterchip 5 herum befindliche Hohlraum kann bei den AusfQhrungsbeispielen 
nach Figuren 7 und 8 entweder frei bleiben oder in einer der oben beschriebenen Weisen mit 
Kunststoff ausgefullt werden. 

In einer weiteren nicht figurlich dargestelltenAusfuhrungs form ist es vorgesehen, die 
treppenartige Form des Formstucks 29 durch das Aufeinanderlaminieren dreier Kunststofffolien 
zu erhalten. 

Die in Figuren 3 bis 8 gezeigten Ausfuhrungsbeispiele fur die einpassbare Einheit 1 sind als 
einheitliches Teil, das bis auf die erhdhten Aussenbereiche 3 glatt ist, ausgefuhrt. 

Die einpassbare Einheit 1 kann jeweils der Fig.4 entsprechend mit erster Deckfolie26, 
Kartentrager 2 und zweiter Deckfolie 25 zur tragbaren Karte 4, die glatte Oberflachen aufweist, 
zusammengebaut werden. Die Dicken der Deckfolien 25 und insbesondere 26 sind dabei so zu 
wShlen, dass die Gesamtdicke der Kartez. B. einer gewunschten Norm entspricht. 

Befindet sich die tragbare Karte 4 nicht in einem Lesegerat, so weist derHalbleiterchip 5 keine 
Masseverbindungauf > so dass die Gefahr elektrostatischer Aufladungen besteht, die 
insbesondere bei Verwendung eines MOS-Chips zur Zerstorung des Halbleiterchips 5 fuhren 
konnen. Um hier Abhilfe zu schaffen, empfiehit es sich, in Weiterbildung der Erfindung auf 
mindestens einer Oberflache der Einheit 1 eine elektrisch leitende Schicht vorzusehen oder 
mindestens eineOberflachenanordnung der Einheit 1 elektrisch leitend auszufuhren. Die 
elektrisch leitende Schicht bzw.Oberflache wird mit dem, den Massekontakt bildenden ausseren 
Anschlussbereich 3 elektrisch leitend verbunden.Vorteil- hafterweise kann die Einheit 1 in der 
Weise ganzflachig, d. h. beidseitig, mit der elektrisch leitenden Schicht versehen werden, dass 
lediglich die Bereiche der Ausseren Anschlussbereiche 3, die nicht als Massekontakt dienen, von 
der elektrisch leitenden Schicht ausgespart sind. 

Entsprechend diesen Ausfuhrungen kann beispielsweise die Bodenfolie 28 oder die Deckelfolie 
27 Oder beide Folien nach den Figuren 5 und 6 aus elektrisch leitendem Material hergestellt sein. 
Wird eine Deckelfolie 27 aus elektrisch leitendem Material verwendet, so ist daraufzu achten, 
dass die Deckelfolie 27 von den SusserenAnschlussbereichen 3, die nicht den Massekontakt 
bilden, elektrisch isolierend angeordnet ist. Dieskann z. B. durch Anordnung einer in der Dicke 
der Deckelfolie 27 entsprechenden Isolierschicht 31 um die entsprechenden Anschlussbereiche 3 
herum bewirkt werden. 



Wird bei der Ausfuhrungsform nach Fig. 8 das Formstuck 29 aus einem elektrisch leitenden 
Material hergestellt, so kann eine weitere Verringerung des Aufladeproblems dadurch erreicht 
werden, dass die Ruckseite 16 des Halbieiterchips 5 ebenfalls metallisiert ausgefuhrt ist und z. B. 
mittels eines elektrisch leitenden Klebers auf die Oberseite des Formstucks 29 geklebt wird und 
somit ebenfalls mit dem Massekontakt des Chips 5 verbunden ist. 

Es ist auch moglich, die Karte 4 so auszufOhren, dass mindestens eine Oberseite der Karte mit 
einer elektrisch leitenden Schicht versehenist, die mit dem, den Massekontakt bildenden 
ausseren Anschlussbereich 3 elektrisch leitend verbunden ist. Die elektrisch leitende Schicht ist 
in einfacher Weise In der Weise zu realisieren, dass die erste Deckfolie 26 und/oder die zweite 
Deckfolie 25 aus elektrisch leitendem Material hergestellt sind. Bezuglich der Isolierung der nicht 
als Massekontakt vorgesehenen ausseren Anschlussbereiche 3 gilt das Obengesagte. 

Dieelektrisch leitenden Schichten kdnnen aus metallisiertemKunststoff bestehen, der der 
Deckfolie angebracht wird. 

Sie konnen auch durch Aufdampfen, Aufdrucken oder bei aktiviertem Polyimid mittels eines 
galvanischen Verfahrens auf die ven/vendeten Kunststoffolien aufgebracht werden. 

Weiterhin ist es moglich, Metallfolien zu verwenden Oder das Formstuck 29 aus Metall zu 
fertigen. 

Durch den erfindungsgemassen Aufbau der tragbaren Karte 4 gelingtes, in wirtschaftlich 
giinstiger Weise eine den Halbleiterchip 5 und die zumAussenanschluss notwendigen ausseren 
Anschlussbereiche 3 enthaltende Einheit 1 vorzusehen, die separat von den Folien 25 und 27 
und dem Karten trager 2 hergestellt und gepruft werden kann, und die als einheitliches Teil, das 
bis auf die erhohten ausseren Anschlussbereiche 3 glatt ausgefQhrt und somit gut handhabbar 
ist, ausgefuhrt ist, wobei die Einheit 1 mit geringem Aufwand zur Karte 4 weiterverarbeitet werden 
kann. 



8 Figuren 16 Patentanspruche 



